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A circuit order inclusively a conductor plate and one on this angeordneten picture receiver, 
whose connection contacts with contact elements of the conductor plate are electrically leading 
interconnected, is marked through it, that a bearer plate is intended angeordnet with connection 
contacts, on which the picture receiver turned the connection contacts of the bearer plate with 
his/its connection contacts and connected electrically leading with these, is (Flip-Chip- 
Montage), and that one shows in the area of a photosensitive surface of the picture receiver on 
this adjusted opening, and that the bearer plate is fortified in turn on the conductor plate under 
education of electrically leading connections between contact elements of the bearer plate and 
contact elements of the conductor plate. 

EXEMPLARY CLAIMS- 1. Circuit order inclusively a conductor plate (8) and one on this 
angeordneten picture receiver (1), whose connection contacts (3) with contact elements of the 
conductor plate are electrically leading interconnected, through it marked, that a bearer plate (6) 
is intended angeordnet with connection contacts (10), on which the picture receiver (1) turned 
the connection contacts (10) of the bearer plate (6) with his/its connection contacts (3) and 
connected electrically leading with these, is (FlipChip-Montage), and that one in the area of a 
photosensitive surface (2) of the picture receiver (1) on this adjusted opening, 6 a, shows, and 
that the bearer plate (6) is in turn fast on the conductor plate (8) under education of electrically 
leading connections (7) between contact elements of the bearer plate (6) and contact elements of 
the conductor plate (8). 2. Circuit order of claim 1, marked by it, that Flip-Chip-Kontakte (4) are 
embedded between the bearer plate (6) and the picture receiver (1) into a Verguo"masse (5). 3. 



Circuit order of claim 1 or 2, marked by it, that an objective holder (9) is angeordnet to the 
reception and fortification of optical elements at the bearer plate (6), that an opening tried on on 
him/it, 8 a, the conductor plate (8) durchragt 4. Circuit order of claim 3, marked by it, that the 
diameter of the opening, 8 a, the conductor plate (8) bigger than the objective holder's (9) 
outside diameter is. 5. Method about the manufacture of a circuit order inclusively a picture 
receiver (1) angeordneten on a conductor plate (8), marked through following steps:One fortifies 
the picture receiver (1) on a bearer plate (6) in FlipChip-Montage, that an opening in the area of 
a photosensitive surface (2) of the picture receiver (1), 6 a, shows;one brings in a Verguo"masse 
(5) into an area between the picture receiver (1) and the bearer plate (6) in which overlaps 
Troagerplatte (6) and picture receivers (1) for itself and the electric connections between 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Schaltungsanordnung und Verfahren zu ihrer Herstellung 

@ Eine Schaltungsanordnung umfassend eine Leiterplat- 
te und einen auf dieser angeordneten Bildaufnehmer, 
dessen AnschluBkontakte mit Kontaktelementen der Lei- 
terplatte elektrisch leitend verbunden sind, ist dadurch 
gekennzeichnet, dad eine Tragerplatte mit AnschluSkon- 
takten vorgesehen ist, auf der der Bildaufnehmer mit sei- 
nen Anschluftkontakten den Anschlufckontakten der Tra- 
gerplatte zugewandt und mit diesen elektrisch leitend ver- 
bunden angeordnet ist (Flip-Chip-Montage), und die im 
Bereich einer lichtempfindlichen Flache des Bildaufneh- 
mers eine auf diese angepaSte Offnung autweist, und 
dafc die Tragerplatte ihrerseits auf der Leiterplatte unter 
Ausbildung elektrisch leitender Verbindungen zwischen 
Kontaktelementen der Tragerplatte und Kontaktelemen- 
ten der Leiterplatte befestigt ist. 
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Beschreibung 
Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung nach 5 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zu ih- 
rer Herstellung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 4. 

In vielen Fallen ist es erforderlich, Bildaufnehmer-Chips 
(im folgenden kurz Bildaufhehmer genannt) auf elektroni- 
schen Schaltungen anzuordnen. Derartige Bildaufhehmer 10 
werden in Gehausen, zumeist Keramik-Gehausen, die bei- 
spielsweise als Dual-Inline-Package oder Leadless-Carrier- 
Packages ausgefiihrt sind, angeordnet. Auf das Gehause 
oder in dem Gehause ist eine lichtdurchlassige Scheibe vor- 
gesehen, damit einfallendes Licht auf den Bildaufhehmer 15 
gelangen kann. 

Die Befestigung des Bildaufhehmers in dem Gehause er- 
folgt durch ein Klebeverfahren. Dabei wird eine Klebe- 
schicht moglichst gleichmaBig auf die Keramik aufgetragen 
und der Bildaufnehmer aufgesetzt. Der Kleber wird an- 20 
schlieBend unter Warmezufuhr ausgehartet. 

Die elektrische Kontaktierung des Bildaufnehmers er- 
folgt uber Bonddrahte, die von einer Landeflache auf dem 
Bildaufnehmer zu einer Metallspinne des Gehauses fuhren. 
Dieses Gehause wird in den meisten Fallen direkt auf eine 25 
Leiterplatte aufgelotet, wobei die Justage mit Hilfe der 
Oberflache des Gehauses realisiert wird. 

Bonddrahte erfordern nicht nur einen recht aufwendigen 
HerstellungsprozeB, sie sind insbesondere auch besonders 
storanfallig hinsichtlich ihrer Handhabung. 30 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Schaltungsan- 
ordnung derart weiterzubilden, daB sie moglichst storun- 
empfindlich und leicht handhabbar ist. Ferner liegt der Er- 
findung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer solchen Schaltungsanordnung zu vermitteln, das 35 
auf technisch moglichst einfach zu realisierende Weise die 
Herstellung einer storunempfindlichen und damit gut hand- 
habbaren Schaltungsanordnung ermoglicht. 

Vorteile der Erfindung 40 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhangi- 
gen Anspriiche 1 und 4 gelost und hat den Vorteil, daB durch 
die Anordnung des Bildaufnehmers in Flip-Chip-Montage 
jegliche Bonddrahte und damit die Verdrahtung der Bund- 45 
drahte entfallen konnen. Durch den Wegfall der Bonddrahte 
ist die Schaltungsanordnung wesentlich storunempfindli- 
cher handhabbar. 

Ein besonderer Vorteil ist auch darin zu sehen, daB durch 
die Flip-Chip-Montage eine besonders platzsparende An- 50 
ordnung der Bildaufnehmer mdglich ist. Die Anordnung der 
Bildaufnehmer auf einer Tragerplatte hat daruber hinaus den 
Vorteil, daB die Tragerplatte aus verschiedenen Materialien 
bestehen und somit auch die thermischen Eigenschaften des 
Bildaufnehmerchips gewissermaBen eingestellt werden 55 
kann. Thermische Spannungen im Bildaufnehmer werden 
dadurch vermieden. 

Ferner ist es sehr vorteilhaft, daB durch die Flip-Chip- 
Montage die Ruckseite, das heiBt die einer lichtempfindli- 
chen Flache des Bildaufnehmers abgewandte Seite, mit 60 
Kuhlkorpern, Peltier-Elementen und dergleichen versehen 
werden kann. Durch die Kuhlung des Bildaufnehmers ist auf 
vorteilhafte Weise eine Absenkung des Eigenrauschens 
moglich. Hierdurch lassen sich auch kleinere Schwankun- 
gen der Beleuchtungsintensitat und dergleichen erkennen, 65 
die Empfindlichkeit des Bildaufnehmers steigt hierdurch. 

Vorteilhafte Ausfiihrungsformen der Erfindung sind Ge- 
genstand der Unteranspruche. So ist es beispielsweise sehr 
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vorteilhaft, daB Flip-Chip-Kontakte zwischen der Trager- 
platte und dem Bildaufnehmer in eine VerguBmasse einge- 
bettet sind. Diese VerguBmasse dient dem Schutz der Flip- 
Chip-Kontakte, das heiBt der elektrisch leitenden Klebestel- 
len zwischen dem Bildaufnehmer und der Tragerplatte. 

Von besonders groBem Vorteil ist es, daB an der Trager- 
platte ein Objektivhalter zur Aufnahme und Befestigung op- 
tischer Elemente angeordnet ist, der vorzugsweise auf der 
Tragerplatte durch eine Klebeverbindung befestigt wird. 
Zum einen ist die Positionierung des Bildaufnehmers durch 
Flip-Chip-Technik bereits besonders genau. Zum anderen 
liegt der Objektivhalter mit seinen optischen Elementen, 
zum Beispiel Linsen, Blenden und dergleichen, direkt auf 
der Tragerplatte auf. Die Genauigkeit der Anordnung hangt 
damit nur noch von einer gleichmaBigen Dicke der Trager- 
platte ab. 

Von sehr groBem Vorteil ist es auch, daB dieser Objektiv- 
trager eine auf ihn angepaBte Offnung der Leiterplatte, de- 
ren Durchmesser groBer ist als derjenige des Objektivhal- 
ters, durchragt. Auf diese Weise wird die Ubertragung von 
thermischen oder anderen Spannungen des Gehauses oder 
der Leiterplatte auf den Bildaufnehmer weitestgehend ver- 
mieden. 

Zeichnung 

Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung sind Ge- 
genstand der nachfolgenden Beschreibung sowie der zeich- 
nerischen Darstellung eines Ausfuhrungsbeispiels der Erfin- 
dung. 

In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 schematisch geschnitten eine von der Erfindung 
Gebrauch machende Schaltungsanordnung und 

Fig. 2 die in Fig. 1 mit II bezeichnete DetailvergroBerung. 

Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 

Ein Ausflihrungsbei spiel einer Schaltungsanordnung mit 
einem Bildaufnehmer 1, beispielsweise ein CCD- oder 
CMOS-Sensor, weist eine Tragerplatte 6 auf, auf der ein 
Bildaufnehmer 1 so angeordnet ist, daB seine AnschluBkon- 
takte 4 und seine lichtempfindliche Flache 2 der Tragerplatte 
zugewandt angeordnet ist (Flip-Chip-Montage). Bei dieser 
an sich bekannten Flip-Chip-Montage werden zwischen 
dem Bildaufnehmerchip 1 (im folgenden kurz Bildaufneh- 
mer 1 genannt) die Kontaktflachen des Bildaufnehmers 1 
mit den Kontaktflachen der Tragerplatte 6 uber eine Gold- 
schicht 4 elektrisch leitend durch eine Klebeverbindung ver- 
bunden. Zum Schutz der Klebestellen wird beidseitig eine 
VerguBmasse 5 in einem Bereich aufgetragen, in dem sich 
die Tragerplatte 6 und der Bildaufnehmer 1 uberlappen und 
in dem die elektrischen Verbindungen zwischen der Trager- 
platte 6 und dem Bildaufnehmer 1 angeordnet sind (Flip- 
Chip-Kontakte 4). In der Tragerplatte ist eine Offnung 6a 
vorgesehen, die auf die lichtempfindliche Flache 2 des Bild- 
aufnehmers 1 angepaBt ist. Durch diese Offnung 6a kann 
Licht auf die lichtempfindliche Flache 2 des Bildaufnehmers 
1 einfallen. Die Anordnung des Bildaufnehmers 1 auf der 
Tragerplatte 6 durch Flip-Chip-Technik, wobei die Flip- 
Chip-Kontakte 4 durch eine sie allseitig umschlieBende Ver- 
guBmasse 5 geschutzt sind, stellt ein kompaktes robust zu 
handhabendes Bauteil dar, das in seiner Gesamtheit seiner- 
seits auf einer Leiterplatte 8, beispielsweise mittels Lotbails 
7 ahnlich der Montage eines bekannten Ball-Grid-Gehauses 
beispielsweise durch Reflow-Lotverfahren aufgelotet wer- 
den kann. Die Leiterplatte 8 weist wie die Tragerplatte 6 
eine Offnung 8a auf, die wie die Offnung 6a in der Trager- 
platte 6 dem Lichteinfall auf die lichtempfindliche Flache 2 
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des Bildaufnehmers 1 dient. Auf der Tragerplatte 6 ist, wie 
es in Fig. 1 dargestellt ist, bei spiels weise ein Objektivhalter 
9 montiert, an dem optische Elemente, wie Linsen, BLenden 
und dergleichen befestigbar sind. Der Objektivhalter 9 stiitzt 
sich dabei nur auf die Tragerplatte 6, er beruhrt jedoch die 5 
Leiterplatte 8 nicht, da die Offnung 8a in der Leiterplatte 8 
einen groBeren Durchmesser aufweist als der AuBendurch- 
messer des Objektivhalters 9. 

Die Montage der Schaltungsanordnung wird nachfolgend 
in Verbindung mit Fig. 2 beschrieben. 10 

Nach der Herstellung des Bildaufnehmers 1 wird auf die 
zum Bonden vorgesehenen AnschluBpads eine Goldschicht 
aufgetragen. Dabei entstehen quaderformige Golderhohun- 
gen auf den Bondlandeflachen 3 (siehe Fig. 2). Auf der Tra- 
gerplatte 6 sind Leiterbahnen vorgesehen (nicht dargestellt), 15 
an deren Enden jeweils eine Flache ein sogenanntes Pad 10 
vorhanden ist, auf die die Golderhohung des Bildaufneh- 
mers aufgesetzt werden konnen. Auf die Pads 10 wird ein 
homogener Kontaktkleber aufgetragen und der Bildaufheh- 
mer 1 mit leichtem Druck auf die Tragerplatte 6 gedriickt. 20 
Der Kleber wird dann unter Verwendung von Warme ausge- 
hartet. Im AnschluB daran werden die so entstandenen Rip- 
Chip-Kontakte 4 vergossen dadurch, daB durch den Aus- 
schnitt 6a in der Tragerplatte 6 hindurch sowie im Bereich 
des Ubergangs vom Bildaufnehmer zu der Leiterplatte 6 25 
eine VerguBmasse aufgetragen oder eingebracht wird. Auf 
diese Weise sind Rip-Chip- Kontakte 4 von beiden Seiten 
gegen externe Einfliisse geschutzt. Die Offnung 6a in der 
Tragerplatte 6 ist dabei so groB gewahlt, daB nach diesem 
VerguB die lichtempfindliche Rache 2 des Bildaufnehmers 1 30 
frei bleibt. Das Auftragen der VerguBmasse im Bereich einer 
Kante, das heiBt am Ubergang von dem Bildaufnehmer 1 zu 
der Tragerplatte 6 im AuBenbereich ist relativ exakt mbg- 
lich, da die Oberflachenkrafte der VerguBmasse eine defi- 
nierte Form ergeben. Nach dem VergieBen des Verbunds aus 35 
Bildaufnehmer 1 und Tragerplatte 6 wird zum Schutz der 
lichtempfindlichen Rache 2 voriibergehend eine lotbestan- 
dige Klebefolie auf die lichtempfindliche Schicht 2 oder der 
Offhung 6a der Tragerplatte 6 geklebt. Hierdurch wird ver- 
hindert, daB wahrend des Verlotens der Tragerplatte 6 mit 40 
der Leiterplatte Lotdampfe auf dem Bildaufnehmer 1 zu 
Eintriibungen fuhren konnen. 

Die oben beschriebene lichtdurchlassige Offnung 8a kann 
beispielsweise durch Herausfrasen hergestellt werden. 
Durch diese Offnung 8a und die Offnung 6a der Tragerplatte 45 
6 fallt das Licht auf die lichtempfindliche Rache 2 des Bild- 
aufnehmers 1. Die Offnung 8a der Leiterplatte ist dabei so 
gewahlt, daB die lotbestandige Klebefolie leicht von der 
Offhung 6a der Tragerplatte 6 entfemt werden kann. Im An- 
schluB daran wird ein Objektivhalter 9 zusammen mit der 50 
gesamten Optik auf der Tragerplatte 6 befestigt. Der Objek- 
tivhalter 9 wird dabei durch die Offnung 8a der Leiterplatte 
8 hindurchgefuhrt und durch beispielsweise eine Klebever- 
bindung auf der Tragerplatte 6 befestigt. 

55 
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mers (1) eine auf diese angepaBte Offnung (6a) auf- 
weist, und daB die Tragerplatte (6) ihrerseits auf der 
Leiterplatte (8) unter Ausbildung elektrisch leitender 
Verbindungen (7) zwischen Kontaktelementen der Tra- 
gerplatte (6) und Kontaktelementen der Leiterplatte (8) 
befestigt ist. 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB Rip-Chip-Kontakte (4) zwischen 
der Tragerplatte (6) und dem Bildaufnehmer (1) in eine 
VerguBmasse (5) eingebettet sind. 

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB an der Tragerplatte (6) ein 
Objektivhalter (9) zur Aufnahme und Befestigung opti- 
scher Elemente angeordnet ist, der eine auf ihn ange- 
paBte Offhung (8a) der Leiterplatte (8) durchragt. 

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Durchmesser der Offhung 
(8a) der Leiterplatte (8) groBer ist als der AuBendurch- 
messer des Objektivhalters (9). 

5. Verfahren zur Herstellung einer Schaltungsanord- 
nung umfassend einen auf einer Leiterplatte (8) ange- 
ordneten Bildaufnehmer (1), gekennzeichnet durch fol- 
gende Schritte: 

- Man befestigt den Bildaufnehmer (1) in Rip- 
Chip-Montage auf einer Tragerplatte (6), die im 
Bereich einer lichtempfindlichen Rache (2) des 
Bildaufnehmers (1) eine Offnung (6a) aufweist; 

- man bringt eine VerguBmasse (5) zwischen den 
Bildaufnehmer (1) und die Tragerplatte (6) in ei- 
nen Bereich ein, in dem sich Tragerplatte (6) und 
Bildaufnehmer (1) uberlappen und in den die 
elektrischen Verbindungen zwischen der Trager- 
platte und dem Bildaufnehmer (Rip-Chip-Kon- 
takte (4)) angeordnet sind; 

- man uberdeckt die lichtempfindliche Rache (2) 
des Bildaufnehmers (1) mit einer lotbestandigen 
Folie; 

- man befestigt und kontaktiert die Tragerplatte 
(6) auf der Leiterplatte (8) durch Reflow-Loten; 

- man entfernt die lotbestandige Folie. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB man nach der Befestigung und Kontaktierung 
der Tragerplatte (6) auf der Leiterplatte (8) einen Ob- 
jektivhalter (9) auf der Tragerplatte (6), vorzugsweise 
durch eine Klebeverbindung befestigt. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



1. Schaltungsanordnung umfassend eine Leiterplatte 
(8) und einen auf dieser angeordneten Bildaufnehmer 
(1), dessen AnschluBkontakte (3) mit Kontaktelemen- 60 
ten der Leiterplatte elektrisch leitend verbunden sind, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Tragerplatte (6) 
mit AnschluBkontakten (10) vorgesehen ist, auf der der 
Bildaufnehmer (1) mit seinen AnschluBkontakten (3) 
den AnschluBkontakten (10) der Tragerplatte (6) zuge- 65 
wandt und mit diesen elektrisch leitend verbunden an- 
geordnet ist (Rip-Chip-Montage), und die im Bereich 
einer lichtempfindlichen Flache (2) des Bildaufneh- 
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